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DESCRIPCION
Una composicion de pasta de soldadura, una pasta de soldadura y un fundente de soldadura

La presente invencion se refiere a una composicion de pasta de soldadura, a una pasta de soldadura y a un
fundente de soldadura.

Una pasta de soldadura es un material en pasta para soldaduras obtenido mediante mezcla homogénea de un polvo
de aleacién de soldadura y un fundente de soldadura. Los polvos de aleacion de soldadura actualmente mas usados
incluyen aleaciones de Sn-Ag, Sn-Pb, Sn-Sb, Sn-Cu, Sn-Bi, Sn-Ag-Cu, etc. Un fundente de soldadura generalmente
comprende o consiste en una resina, un agente tixotrépico, un activador, un disolvente y, opcionalmente, otros
aditivos. Un fundente de soldadura es un material clave para limpiar superficies metalicas, mejorar la
humectabilidad, prevenir la oxidacién de los materiales de soldadura y asegurar la calidad de una pasta de
soldadura y/o la excelente procesabilidad de dicho material. Ademas, el fundente de soldadura tiene una gran
influencia en la estabilidad de almacenamiento de una pasta de soldadura.

Una pasta de soldadura normalmente se endurecera o solidificara a lo largo del tiempo durante el almacenamiento.
La velocidad de endurecimiento o solidificacion se usa normalmente para determinar la estabilidad de
almacenamiento de la pasta de soldadura. Las pastas de soldadura con una alta estabilidad de almacenamiento
normalmente exhiben un endurecimiento o solidificacién mas bien bajo, mientras que las pastas de soldadura con
una baja estabilidad de almacenamiento se caracterizan por un endurecimiento o solidificacién mas bien rapido.

En las pastas de soldadura existentes, se usan como activadores acidos organicos, moléculas pequefas de aminas
organicas o compuestos que contienen haluros. Dichos activadores son capaces de interactuar con el polvo de
aleacion de soldadura durante el almacenamiento de la pasta de soldadura, influyendo asi en las propiedades
reolégicas y oftras propiedades. Principalmente, los activadores mencionados anteriormente pueden reducir
significativamente la estabilidad de almacenamiento de la pasta de soldadura.

El documento JP2005-152912 divulga una composicién fundente para soldadura que comprende un compuesto que
tiene uno o mas grupos carboxilo y uno o mas grupos oxetano.

Sin perjuicio del estado de la técnica, seria deseable proporcionar un fundente de soldadura, una composicion de
pasta de soldadura y una pasta de soldadura, a fin de superar el problema técnico de la interaccion del activador en
las pastas de soldadura existentes con el polvo de aleacién de soldadura durante el almacenamiento de la pasta de
soldadura, reduciendo de ese modo la estabilidad de almacenamiento de la pasta de soldadura. La pasta de
soldadura de la presente invencién exhibe una muy alta estabilidad de almacenamiento en combinaciéon con una
excelente soldabilidad.

La estabilidad de almacenamiento de la pasta de soldadura de la presente invencion mejora considerablemente
mediante la introduccion de un tiol de cadena larga y/o un agente quelante organico en el fundente de soldadura.

Por tanto, la presente invencion se refiere a un fundente de soldadura que comprende, basado en la cantidad total
del fundente de soldadura, de un 10 a un 60 % en peso de una resina, de un 1 a un 10 % en peso de un agente
tixotrépico, de un 0,5 a un 30 % en peso de un activador, de un 10 a un 60 % en peso de un disolvente, asi como de
un 0,2 a un 10 % en peso de un tiol de cadena larga y/o un agente quelante organico, en el que el tiol de cadena
larga se selecciona entre hexanotiol, octanotiol, decanotiol, dodecanotiol y/u octadecanotiol, y/o mezclas de los
mismos, y en el que el agente quelante organico se selecciona entre 1,10-o-naftisodiazina, 2,9-dimetil-4,7-difenil-
1,10-fenantrolina, 4,7-dimetil-1,10-o0-naftisodiazina, 4,7-difenil-1,10-o0-naftisodiazina, y/o mezclas de los mismos.

Tal como se usa en la presente invencion, el singular "un”, "uno, "una", "el" y "la" incluye la referencia al plural a
menos que el contexto indique claramente lo contrario.

En la presente invencion, dicho tiol de cadena larga es un compuesto con al menos un grupo -SH que tiene una
longitud de cadena igual o superior a 5 atomos de carbono, preferentemente igual o superior a 7 atomos de carbono,
en el que preferentemente dichos atomos de carbono estan unidos covalentemente entre si.

El fundente de soldadura de la presente invencién puede comprender un tiol de cadena larga o una mezcla de
diferentes tioles de cadena larga. En una realizacién, el tiol de cadena larga se selecciona entre el grupo que
consiste en uno o mas de férmula general

R(CH2)nSH,

en la que R es metilo, carboxilo, hidroxilo, formilo o amido, y n es de 7 a 21, preferentemente de 12 a 18.

El tiol de cadena larga de cadena larga se selecciona entre hexanotiol, octanotiol, decanotiol, dodecanotiol y
octadecanotiol, y/o mezclas de los mismos.



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2712549 T3

En la presente invencidn, la cantidad de dicho tiol de cadena larga es una cantidad apropiada capaz de formar una
pelicula protectora de una sola molécula sobre la superficie de las particulas del polvo de aleacion de soldadura sin
influir en otros rendimientos de la pasta de soldadura. El tiol de cadena larga esta presente en el fundente de
soldadura de la presente invencion en una cantidad de un 0,2 a un 10 % en peso, mas preferentemente en una
cantidad de un 0,5 a un 5 % en peso y, de forma particularmente preferente, en una cantidad de un 0,75 a un 2,5 en
peso basada en la cantidad total del fundente de soldadura. Cuando la cantidad usada es inferior al 0,2 % en peso,
la formaciéon de una pelicula protectora de una sola molécula sobre la superficie de las particulas del polvo de
aleacion de soldadura puede ser incompleta. Cuando la cantidad usada es superior al 10 % en peso, el tiol de
cadena larga puede influir negativamente en otras propiedades de la pasta de soldadura, tal como la soldabilidad o
la aptitud a la impresion.

El fundente de soldadura de la presente invencion puede comprender un agente quelante organico o una mezcla de
diferentes agentes quelantes organicos.

La expresidon "agente quelante organico" se refiere preferentemente a compuestos que tienen al menos dos
funciones capaces de coordinarse con un metal o un compuesto que comprende un metal. Mas preferentemente, el
agente quelante organico se selecciona entre agentes N-quelantes, en los que cada funcidén capaz de coordinarse
con un metal o un compuesto que comprende un metal contiene al menos un atomo de nitrégeno.

El agente quelante organico se puede seleccionar entre compuestos que comprenden al menos un elemento o
unidad estructural de 1,10-naftisodiazina (o-naftisodiazina), sustituido o no sustituido. El término "1,10-fenantrolina"
se puede usar también para las 1,10-naftisodiazinas. En la presente invencion ambos términos se usan de forma
intercambiable.

En la presente invencion, dicho agente quelante organico se selecciona entre agentes quelantes de o-naftisodiazina
(1,10-naftisodiazina). El agente quelante organico se selecciona entre 1,10-o-naftisodiazina, 2,9-dimetil-4,7-difenil-
1,10-fenantrolina, 4,7-dimetil-1,10-o0-naftisodiazina y 4,7-difenil-1,10-o-naftisodiazina y/o mezclas de los mismos.

En la presente invencion, la cantidad de dicho agente quelante organico es una cantidad apropiada capaz de formar
una pelicula protectora de una sola molécula sobre la superficie de las particulas del polvo de aleacion de soldadura
sin influir en otros rendimientos de la pasta de soldadura. El agente quelante organico esta presente en el fundente
de soldadura de la presente invencion en una cantidad de un 0,2 a un 10 % en peso, mas preferentemente en una
cantidad de un 0,5 a un 5 % en peso y, de forma particularmente preferente, en una cantidad de un 0,75 aun 2,5 en
peso basada en la cantidad total del fundente de soldadura. Cuando la cantidad usada es inferior al 0,2 % en peso,
la formaciéon de una pelicula protectora de una sola molécula sobre la superficie de las particulas del polvo de
aleacion de soldadura puede ser incompleta. Cuando la cantidad usada es superior al 10 % en peso, el tiol de
cadena larga puede influir negativamente en otras propiedades de la pasta de soldadura, tal como la soldabilidad o
la aptitud a la impresion.

En una realizacion, el fundente de soldadura comprende una mezcla de al menos un tiol de cadena larga de la
presente invencion y al menos un agente quelante organico de la presente invencion. Usando mezclas de al menos
un tiol de cadena larga y al menos un agente quelante organico se puede obtener una pasta de soldadura de la
presente invencion que exhibe una muy alta estabilidad de almacenamiento en combinaciéon con una excelente
soldabilidad.

Si se usa una combinacion de al menos un tiol de cadena larga y al menos un agente quelante orgéanico, la cantidad
de dicho tiol de cadena larga y dicho agente quelante organico es una cantidad apropiada capaz de formar una
pelicula protectora de una sola molécula sobre la superficie de las particulas del polvo de aleacion de soldadura sin
influir en otros rendimientos de la pasta de soldadura. Preferentemente, el tiol de cadena larga y el agente quelante
organico estan presentes en el fundente de soldadura de la presente invencion en una cantidad de un 0,2 a un 10 %
en peso, mas preferentemente en una cantidad de un 0,5 a un 5 % en peso y, de forma particularmente preferente,
en una cantidad de un 0,75 a un 2,5 en peso basada en la cantidad total del fundente de soldadura. Cuando la
cantidad usada es inferior al 0,2 % en peso, la formacion de una pelicula protectora de una sola molécula sobre la
superficie de las particulas del polvo de aleacion de soldadura puede ser incompleta. Cuando la cantidad usada es
superior al 10 % en peso, el tiol de cadena larga y el agente quelante organico pueden influir negativamente en otras
propiedades de la pasta de soldadura, tal como la soldabilidad o la aptitud a la impresién, etc.

En la presente invencion la resina se puede seleccionar entre resinas de colofonia, resinas de colofonia modificadas
con acidos, resinas de colofonia hidrogenadas, resinas de colofonia deshidrogenadas y/o resinas de colofonia
polimerizadas y/o mezclas de las mismas.

La cantidad de la resina puede ser una cantidad convencional en la técnica. La resina esta presente en una cantidad
de un 10 a un 60 % en peso y, mas preferentemente, en una cantidad de un 30 a un 55 % en peso, basada en la
cantidad total del fundente de soldadura.
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El fundente de soldadura de la presente invencion comprende adicionalmente al menos un agente tixotrépico. El
agente tixotropico se puede seleccionar entre poliamidas, aceites de ricino hidrogenados y/o aceites de ricino
hidrogenados modificados con amina y/o mezclas de los mismos.

La cantidad del agente tixotropico puede ser una cantidad convencional en la técnica. El agente tixotrépico esta
presente en una cantidad de un 1 a un 10 % en peso, basada en la cantidad total del fundente de soldadura.

Otro componente del fundente de soldadura de la presente invencion es al menos un activador. El activador se
puede seleccionar entre compuestos que contienen haluros, compuestos de acidos organicos y/o compuestos de
aminas organicas y/o mezclas de los mismos.

La cantidad del activador puede ser una cantidad convencional en la técnica. El activador esta presente en una
cantidad de un 0,5 a un 30 % en peso, basada en la cantidad total del fundente de soldadura.

Otro componente del fundente de soldadura de la presente invencion es al menos un disolvente. En una realizacion,
el disolvente es un disolvente de diol monoéter y/o de diol diéter, tal como dietilenglicol monohexil éter y/o
polietilenglicol dibutil éter, etc. La cantidad del disolvente puede ser una cantidad convencional en la técnica. El
disolvente esta presente en una cantidad de un 10 a un 60 % en peso, basada en la cantidad total del fundente de
soldadura.

El fundente de soldadura de la presente invencion puede contener también otros aditivos convencionales, tales
como un plastificante y/o un oxidante, etc.

El fundente de soldadura de la presente invencién puede estar en forma de un componente en el que todos los
ingredientes estan mezclados entre si, y también puede estar en forma de un embalaje multienvase o kit en el que
cada componente esta en un envase separado o varios ingredientes estan agrupados en uno o mas envases.

En la presente invencién, dicho fundente de soldadura se puede preparar mediante un método convencional de la
técnica, por ejemplo, mediante calentamiento y mezcla de cada componente.

En una realizacion de la presente invencion, el fundente de soldadura comprende o consiste en, basado en la
cantidad total del fundente de soldadura:

a)de un 10 a un 60 % en peso de al menos una resina;

b) de un 1 a un 10 % en peso de al menos un tixotropico;

c) de un 0,5 a un 30 % en peso de al menos un activador;

d) de un 10 a un 60 % en peso de al menos un disolvente;

e) de un 0,2 a un 10 % en peso de al menos un tiol de cadena larga y/o de al menos un agente quelante
organico;

f) de un 0 a un 30 % en peso de al menos un aditivo.

La presente invencion se refiere también a una composicion de pasta de soldadura que comprende el fundente de
soldadura de la presente invencién y al menos un polvo de aleacion de soldadura. El polvo de aleacién de soldadura
se puede seleccionar entre polvo de aleacién de soldadura sin plomo o polvo de aleacion de soldadura que contiene
plomo.

La expresion "polvo de aleacion de soldadura sin plomo" se refiere a polvos de aleacidon de soldadura que carecen
sustancialmente de plomo, lo que significa que el contenido de plomo es inferior a un 5 % en peso, preferentemente
inferior a un 1 % en peso y, mas preferentemente, inferior a un 0,01 % en peso, basado en la cantidad total del polvo
de aleacion de soldadura.

La relaciéon de volumen entre el fundente de soldadura y el polvo de aleacidon de soldadura es preferentemente de
0,8:1 a 1,2:1, mas preferentemente de 0,85:1 a 1,15:1. El polvo de soldadura sin plomo se selecciona
preferentemente entre aleaciones de Sn-Ag-Cu, Sn-Ag, Sn-Cu, Sn-Zn, y/o Sn-Bi. El polvo de soldadura que contiene
plomo es preferentemente una aleacién de Sn-Pb. El polvo de aleacion de soldadura esta preferentemente en forma
de un polvo esférico, en el que el tamafio promedio de particula de dicho polvo esférico esta en el intervalo de 1 a
45 um, mas preferentemente en el intervalo de 2 a 35 pm.

Tal como se usa en el presente documento, la expresion "tamario promedio de particula" se refiere al valor Dsp de la
curva de distribucidon de volimenes acumulados al cual el 50 % en volumen de las particulas tienen un diametro
inferior a dicho valor. El tamafio promedio de particula o valor Dso se mide en la presente invencion mediante
difractometria laser, preferentemente usando un dispositivo Malvern Mastersizer 2000 disponible en Malvern
Instruments Ltd. En esta técnica, se mide el tamafio de particulas en suspensiones o emulsiones usando la
difraccién de un haz de laser, basada en la aplicacion de la teoria de Fraunhofer o la de Mie. En la presente
invencion, se aplica la teoria de Mie o la teoria de Mie modificada para particulas no esféricas y los tamafios
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promedio de particula o valores Dso se refieren a medidas de dispersion a un angulo de 0,02 a 135 grados con
respecto al haz de laser incidente.

En la presente invencion, dicha composicion de pasta de soldadura esta en forma de un embalaje multienvase o kit
en el que cada ingrediente esta en un envase separado o varios ingredientes estan agrupados en uno o mas
envases.

En una realizacion, la composicién de pasta de soldadura en forma de un kit comprende al menos dos envases. A fin
de evitar cualquier contacto fisico o quimico entre el tiol de cadena larga y/o el agente quelante organico como
primera parte y el polvo de aleacion de soldadura como segunda parte, preferentemente ambas partes no estan
presentes en el mismo envase. Por ejemplo, dicha composicion de pasta de soldadura esta en forma de un embalaje
con dos envases, en el que un envase comprende el fundente de soldadura y el otro envase comprende el polvo de
aleacién de soldadura. En otra realizacion, dicha composicion de pasta de soldadura esta en forma de un embalaje
con tres envases, en el que un envase comprende el tiol de cadena larga y/o el agente quelante organico, otro
envase comprende componentes adicionales del fundente de soldadura de la presente invencion, y el tercer envase
comprende el polvo de aleacion de soldadura.

La presente invencion se refiere también a una pasta de soldadura que es una mezcla fisica de todos los
componentes de la composicion de pasta de soldadura de la presente invencion.

En la pasta de soldadura de la presente invencién, una pelicula de una sola molécula preferentemente cubre toda la
superficie de las particulas del polvo de aleacion de soldadura. Esta pelicula de una sola molécula se forma
mediante el autoensamblaje de uno o mas de los tioles de cadena larga y/o agentes quelantes organicos.

La pasta de soldadura de la presente invencion puede contener también aditivos convencionales tales como
plastificantes y/u antioxidante, etc.

La pasta de soldadura de la presente invencion se puede preparar mezclando el fundente de soldadura de la
presente invencion y el polvo de aleacién de soldadura.

A fin de conseguir una alta estabilidad de almacenamiento durante un largo periodo de tiempo, dicha pasta de
soldadura preferentemente se almacena a temperaturas de 0 a 5 °C.

Los ejemplos de la presente invencién demuestran que la pasta de soldadura de la presente invencion tiene
preferentemente un cambio de viscosidad inferior a + 6 % cuando se almacena a 30 °C durante 4 dias. En contraste
con esto, las pastas de soldadura convencionales muestran un aumento de la viscosidad de un 84,1 % en
condiciones de almacenamiento comparables. Esto indica que la pasta de soldadura de la presente invencion tiene
una excelente estabilidad de almacenamiento.

La pasta de soldadura de la presente invencion exhibe una estabilidad de almacenamiento considerablemente
mejorada y una excelente soldabilidad, y se puede producir mediante etapas de preparacion sencillas.

Ejemplos

A menos que se indique lo contrario, todos los materiales y agentes usados en la presente invencion estan
disponibles en el mercado.

Preparacion del fundente de soldadura:

El disolvente, la resina, el activador y el agente tixotropico de la presente invencién se afnadieron en proporciones a
un tanque de reaccion de acero inoxidable. La mezcla se agité a una temperatura de 100 a 150 °C hasta la completa
disolucion de todos los componentes. Tras esto, la mezcla se enfrié rapidamente, se complementé con disolvente
parcialmente volatilizado y se almacend de forma hermética para su posterior uso.

Preparacion de la pasta de soldadura:

Se colocaron un 11,5 % en peso de fundente de soldadura y un 88,5 % en peso de un polvo de aleacion de
soldadura en un agitador planetario doble, se agitaron homogéneamente a temperatura ambiente, y se envasaron en
botes de soldadura de 500 g.

Ejemplo 1

En este ejemplo, se usaron un 88,5 % en peso del polvo de aleacion de soldadura Sn-3,0Ag-0,5Cu y un 11,5 % en
peso de un fundente de soldadura que contiene un agente quelante organico.
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Las formulaciones especificas del fundente de soldadura son las siguientes:

Ejemplo 2

En este ejemplo, se usaron un 88,5 % en peso del polvo de aleacion de soldadura Sn-3,0Ag-0,5Cu y un 11,5 % en

Resina de colofonia

50 % en peso

Dietilenglicol hexil éter

40 % en peso

Acido succinico

1,00 % en peso

Bromhidrato de difenilguanidina

2,00 % en peso

o-naftisodiazina

1,00 % en peso

Cera de amida de acidos grasos

6,00 % en peso

Total

100 %

peso de un fundente de soldadura que contiene un tiol de cadena larga.

Las formulaciones especificas del fundente de soldadura son las siguientes:

Ejemplo 3

En este ejemplo, se usaron un 88,5 % en peso del polvo de aleacion de soldadura Sn-3,0Ag-0,5Cu y un 11,5 % en

Resina de colofonia

50 % en peso

Dietilenglicol hexil éter

40 % en peso

/Acido succinico

1,00 % en peso

Bromhidrato de difenilguanidina

2,00 % en peso

Dodecanotiol

1,00 % en peso

Cera de amida de acidos grasos

6,00 % en peso

Total

100 %

peso de un fundente de soldadura que contiene un tiol de cadena larga.

Las formulaciones especificas del fundente de soldadura son las siguientes:

Resina de colofonia

50 % en peso

Dietilenglicol hexil éter

40 % en peso

Acido succinico

1,00 % en peso

Bromhidrato de difenilguanidina

2,00 % en peso

Octadecanotiol

1,00 % en peso

Cera de amida de acidos grasos

6,00 % en peso

Total

100 %

Ejemplo comparativo

En este ejemplo, se usaron un 88,5 % en peso del polvo de aleacion de soldadura Sn-3,0Ag-0,5Cu y un 11,5 % en
peso de un fundente de soldadura. El fundente de soldadura no contenia un tiol de cadena larga y/o un agente
quelante organico.

Las formulaciones especificas de la composicion comparativa de fundente de soldadura son las siguientes:

Resina de colofonia 50 % en peso

Dietilenglicol hexil éter 41 % en peso
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/Acido succinico 1,00 % en peso

Bromhidrato de difenilguanidina 2,00 % en peso

Cera de amida de acidos grasos 6,00 % en peso
Total 100 %

Estabilidad de almacenamiento y humectabilidad

Se determinaron la estabilidad de almacenamiento y la humectabilidad de la soldadura para todos los ejemplos y
ejemplos comparativos.

Viscosidad Malcom:

Se midieron las viscosidades antes y después del almacenamiento, respectivamente, usando un viscosimetro
Malcom PCU-201. Se comparan las viscosidades a 10 r.p.m. para caracterizar el cambio de viscosidad.

% Cambio de viscosidad = (Viscosidad a 10 r.p.m. tras el almacenamiento - Viscosidad a 10 r.p.m.
antes del almacenamiento) / (Viscosidad a 10 r.p.m. antes del almacenamiento)

Después de almacenar las pastas de soldadura de los ejemplos anteriormente mencionados a 30 °C durante 4 dias,
se midié su estabilidad de almacenamiento determinando la viscosidad Malcom. Los resultados de los ensayos y del
ejemplo comparativo se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1
\Viscosidad Malcom Ejemplo comparativo 1 Ejemplo 1 Ejemplo 2  |[Ejemplo 3
Cambio de viscosidad (almacenados a 30 °C 84,1 % 5,8 % -2,4 % 2,7 %
durante 4 dias)

Humectabilidad de la soldadura (IPC-TM-650 |[No mojada o no humeda sobre cobre, excelente humectabilidad
2.4.45)

Los resultados de la Tabla 1 demuestran que las pastas de soldadura de la presente invencién (Ejemplos 1 a 3)
exhiben una mejor estabilidad de almacenamiento que la formulacién comparativa 1.

Esto indica que la adicién de tioles de cadena larga y/o agentes quelantes organicos, tales como o-naftisodiazinas,
mejora significativamente la estabilidad de almacenamiento de las pastas de soldadura, en las que la humectabilidad
de soldadura sigue siendo excelente.
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REIVINDICACIONES

1. Un fundente de soldadura que comprende, basado en la cantidad total del fundente de soldadura, de un 10 a un
60 % en peso de una resina, de un 1 a un 10 % en peso de un agente tixotropico, de un 0,5 a un 30 % en peso de
un activador, de un 10 a un 60 % en peso de un disolvente, asi como de un 0,2 a un 10 % en peso de un tiol de
cadena larga y/o un agente quelante organico, en el que el tiol de cadena larga se selecciona entre hexanotiol,
octanotiol, decanotiol, dodecanotiol, y/u octadecanotiol, y/o mezclas de los mismos, y en el que el agente quelante
organico se selecciona entre 1,10-o-naftisodiazina, 2,9-dimetil-4,7-difenil-1,10-fenantrolina, 4,7-dimetil-1,10-0-
naftisodiazina, 4,7-difenil-1,10-o-naftisodiazina, y/o mezclas de los mismos.

2. El fundente de soldadura de acuerdo con la reivindicacion 1, en el que el tiol de cadena larga y/o el agente
quelante organico estan presentes en una cantidad de un 0,2 a un 10 % en peso, basada en la cantidad total del
fundente de soldadura.

3. El fundente de soldadura de acuerdo con la reivindicacion 1 o 2, en el que la resina se selecciona entre resinas de
colofonia, resinas de colofonia modificadas con acidos, resinas de colofonia hidrogenadas, resinas de colofonia
deshidrogenadas y/o resinas de colofonia polimerizadas y/o mezclas de las mismas.

4. El fundente de soldadura de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en el que la resina esta
presente en una cantidad de un 10 a un 60 % en peso, basada en la cantidad total del fundente de soldadura.

5. El fundente de soldadura de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el agente tixotrépico se
selecciona entre poliamidas, aceites de ricino hidrogenados y/o aceites de ricino hidrogenados modificados con
amina y/o mezclas de los mismos.

6. Una composicion de pasta de soldadura en forma de un kit que contiene el fundente de soldadura de acuerdo con
una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5 y al menos un polvo de aleacion de soldadura.

7. La composicion de pasta de soldadura de acuerdo con la reivindicacion 6, en la que el kit comprende al menos
dos envases.

8. La composicion de pasta de soldadura de acuerdo con la reivindicacion 6 o 7, en la que la relacion de volumen
entre el fundente de soldadura y el polvo de aleacion de soldadura es de 0,8:1 a 1,2:1.

9. Una pasta de soldadura, que es una mezcla de todos los componentes de la composicion de pasta de soldadura
de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 7 a 8.
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